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Tagesordnung

1. Bericht des Vorstands; Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts, des (konso-
lidierten) Corporate GovernanceBerichts und des (konsolidierten) nichtfinanziellen Berichts sowie des 
Konzernabschlusses und Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr vom 1. April 2017 bis zum 
31. März 2018 (2017/18) mit dem Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr vom 1. April 2017 bis 
zum 31. März 2018 (2017/18) sowie des Vorschlages für die Gewinnverwendung.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss 2017/18 ausgewiesenen Bilanzgewinnes. 

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017/18.

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017/18.

5. Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrats für das 
Geschäftsjahr 2017/18.

6. Bericht des Vorstands über den Erwerb und die Verwendung eigener Aktien gemäß § 65Abs3 AktG.

7. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018/19.



Hauptversammlung5. Juli2018 2

Tagesordnungspunkt 1

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts, des (konsolidierten) Corporate 
GovernanceBerichts und des (konsolidierten) nichtfinanziellen Berichts sowie des Konzernabschlusses 
und Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr vom 1. April 2017 bis zum 31. März 2018 (2017/18) mit 
dem Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr vom 1. April 2017 bis zum 31. März 2018 (2017/18) 
sowie des Vorschlages für die Gewinnverwendung.

Eine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt ist nicht erforderlich.

Bericht des Vorstands
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Agenda

Geschäftsentwicklung2017/ 18

Finanzdaten 2017/18

Aktie und Ausblick 2018/19 

Trends der Elektronikbranche 

aƛǘǘŜƭŦǊƛǎǘǎǘǊŀǘŜƎƛŜ αaƻǊŜ than!¢ϧ{ά 
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Ein weltweit führender High-Tech-Leiterplatten-
und IC-Substrate-Hersteller

High-End-Verbindungslösungen
für

Mobile Endgeräte, Automotive- und 
Industrieanwendungen, Medizintechnik und 

Halbleiterindustrie

Kontinuierlich

stärkeres Wachstum 
als der Markt

991,8 Mio. ú
Umsatz im GJ 

2017/18

# 1 
Hersteller in Europa

# 3 
bei High-End 

Technologien weltweit

9.981
Mitarbeiter

Kosteneffiziente 
Wertschöpfungskette mit

6 
Produktionsstandorten
in Europa und Asien 
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Highlights im Geschäftsjahr 2017/18

ÁSehr erfolgreiches Jahr 2017/18 

-Wachstum in allen Geschäftssegmenten über dem Marktdurchschnitt

- High-End-Leiterplattenfür mobile EndgeräteinsbesonderemSAPund IC-Substrate trugenzumUmsatzwachstumbei

- Hoheoperative Leistung(Auslastung, Yield, Effizienz) 

ÁGestärkte Positionierung als Technologieführer in einer herausfordernden Branche

- Ramp der neuenmSAPLinienin Rekordzeit

- Operative Verbesserungim Bereichder IC-Substrate 

- ErfolgreichePositionierungim High-Frequency-Bereich

ÁBilanzstrukturmit HybridanleiheόмтоΣл aƛƻΦ ϵύ deutlichgestärkt

ÁAT&S wieder im österreichischen Börsenleitindex ATX gelistet

ÁDividendenvorschlag Ǿƻƴ лΣос ϵ ό±WΥ лΣм ϵ) 

Rekordwerte bei Umsatz, EBITDA und EBIT 

5
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Leiterplatten- & IC-Sustrate-Markt ςÜbersicht

15,3 16,4

18,6
21,4

8,3

9,8
5,5

6,43,9

4,4
2,5

2,7
5,6

6,1

2018 2022

IC Substrate

Militär/Luftfahrt

Industrie/Medizin

Automobile

Consumer

Kommunikation

Computer

3,1%

3,9%

4,3%

1,8%

3,5%

2,3%

59,7

67,2

Prognosefür den komplettenLeiterplatten- und IC-Substrate-
Markt bis2022: +3,0 % p.a.

2,2%

6

AT&S hat sichin den letzten6 Jahrenklarbesseralsder Markt
entwickeltund strebt das auchfür die Zukunftan.

100.8 103.2 96.4 94.6 103.2

108.9
123.1
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2012* 2013 2014 2015 2016 2017

Index (2012 = 100)*

Leiterplatten- und Substratmarkt AT&S Umsatz

* Basis 2012: Leiterplatten- und Substratmarkt: $ 55,7 Mrd., AT&S Umsatz: ϵ 542 Mio.

AT & S hat den Markt durch die Einführung und rasche Beherrschung der mSAP-, IC-Substrate 

sowie High-End-Anylayer-Technologien und durch die Nutzung der HDI-Technologie für den 

Computer-, Consumer-, Automotive-, Industrie- und Medizinmarkt übertroffen.

$ in Mrd.
Quelle: Prismark, Februar2018, YoleApril 2017
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1,008* 394* 1.143* 2.361* 4.694* 307*

Shanghai, China
Mobile, Automotive

Ansan, Korea
Medical, Automotive, Consumer

Chongqing, China
Mobile, Semicon

Leoben, Österreich- Industrial, 
Automotive, Medical, Aviation

Fehring, Österreich
Industrial, Automotive, Medical

Nanjangud, Indien
Automotive, Industrial

AT&S Werke & Vertriebsbüros

AT&S Vertriebsbüros

AT&S Headquarters

*Durchschnitt, VZÄ, GJ 2017/18; 73 Mitarbeiter in anderen Standorten

Globale Präsenz für Kosteneffizienz 
und Nähe zur Lieferkette
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Agenda

Geschäftsentwicklung2017/18

Finanzdaten 2017/18

Aktie und Ausblick 2018/19 

Trends der Elektronikbranche 

aƛǘǘŜƭŦǊƛǎǘǎǘǊŀǘŜƎƛŜ αaƻǊŜ than!¢ϧ{ά 
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Umsatz- und EBITDA-Entwicklung

590

667

763
815

992

127
168 168

131*

226

54
90 77*

7*

90

2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18

Umsatz EBITDA EBIT

Rekordwertebei Umsatzund EBITDA1 Diversifiziertes Portfolio/Globale Kunden2

7% 

Umsatzverteilung: Business Unit, GJ2017/18

Umsatzverteilung: Kundenregionen, GJ 2017/18

+13 %

+14 %

+7 %

66%

34%
Mobile Devices & Substrates

Automotive, Industrial, Medical

63%
21%

10%
6% Amerika

Deutschland/Österreich

Asien

Restliches Europa

+21,7 %

in Mio. ϵ
* Basiert auf Ramp-up Effekte für neue Werke in China
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Netto-Investitionen
CAPEX aufgrundmSAPUpgrade und Chongqing Phase 1 auf hohem Niveau

iƴ aƛƻΦ ϵ

90,3

164,8

254,3
240,7

141,7

2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18
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Mitarbeiter*

* inkl. Leiharbeiter, Vollzeitäquivalente,  DurchschnittjeweiligesGeschäftsjahr

7.027
7.638

8.759
9.526

9.981

2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18

Weltweiter Aufbau von mehr als 2.900 Mitarbeitern in den letzten fünf Jahren
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GeschäftsentwicklungςMobile Devices & Substrates

113,7 113,6

197,6 199,6
137,2

486,5

648,0

12,4 20,9
59,4 75,0

23,7
68,5

179,0

Q4 2016/17 Q1 2017/18 Q2 2017/18 Q3 2017/18 Q4 2017/18 GJ 2016/17 GJ 2017/18

Umsatz EBITDA

ÁErfolgreicheEinführungder mSAPTechnologie

ÁOperative Verbesserungbei IC-Substraten

ÁEBITDA VerbesserungdurchProduktmix

ÁSehrstarkesQ2 und Q3, Saisonalitätin Q4

ÁWeiterhinPreisdruckbei IC-Substraten

ƛƴ aƛƻΦ ϵ GJ 2016/17 GJ 2017/18
Veränderung

in %

Umsatz 573,0 738,9 29,0 %

Umsatzmit externen
Kunden

486,5 648,0 33,2 %

EBITDA 68,5 179,0 161,3 %

EBITDA-Marge 12,0 % 24,2 % -

iƴ aƛƻΦ ϵΤ * Umsatzmit externenKunden

Umsatz* und EBITDA
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84,9 85,0 87,3 79,3 87,7

324,1
339,3

14,5 9,7 13,2 9,3 14,5
51,5 46,8

Q4 2016/17 Q1 2017/18 Q2 2017/18 Q3 2017/18 Q4 2017/18 GJ 2016/17 GJ 2017/18

Umsatz EBITDA

GeschäftsentwicklungςAutomotive, Industrial, Medical
ÁKontinuierliches Wachstum in allen Bereichen, 

vor allem bei Industrial und Medical

Á9.L¢5! Ǿƻƴ псΣу aƛƻΦ ϵ όппΣо aƛƻΦ ϵ ƛƴ нлмсκмт 
bereinigt um Rückstellungsauflösung) 

ÁEBITDA-Marge durch negative Wechselkurs-
effekte sowie höhere Rohstoffpreise beeinflusst 

ƛƴ aƛƻΦ ϵ GJ 2016/17 GJ 2017/18
Veränderung

in %

Umsatz 351,5 364,9 3,8 %

Umsatzmit externen
Kunden

324,1 339,3 4,7 %

EBITDA 51,5 1 46,8 -9,1 %

EBITDA-Marge 14,6 % 12,8 % -

Umsatz* und EBITDA

in aƛƻΦ ϵΤ * Umsatzmit externenKunden

1 ƛƴƪƭΦ !ǳŦƭǀǎǳƴƎ Ǿƻƴ wŜǎǘǊǳƪǘǳǊƛŜǊǳƴƎǎǊǸŎƪǎǘŜƭƭǳƴƎŜƴ ƛΦ IΦ ǾΦ тΣн aƛƻΦ ϵ
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Finanzkennzahlen2017/18

Hohe Kundennachfrage, zusätzlicher 
Umsatzbeitrag hauptsächlich aus beiden 
Werken in Chongqing, negative FX-Effektevon 
46,8 aƛƻΦ ϵ 

Generell hohe operative Leistung, erfolgreiche 
Einführung und schnelle Optimierung der 
neuen Technologiegeneration mSAP

Finanzergebnisverbessert

ƛƴ ¢ǎŘΦ ϵ (sofern nicht anders angegeben)
лмΦлпΦнлмсςомΦлоΦнлмтлмΦлпΦнлмтςомΦлоΦнлмуVeränderung

Yhb½9wbςD9²Lbbς ¦b5 

VERLUSTRECHNUNG

Umsatzerlöse 814.906 991.843 21,7 %

davon in Asien produziert 82 % 84 % 2 pp

davon in Europa produziert 18 % 16 % (2 pp)

EBITDA 130.933 225.977 72,6 %

EBITDA-Marge 16,1 % 22,8 % 6,7 pp

EBIT 6.649 90.286 >100 %

EBIT-Marge 0,8 % 9,1 % 8,3 pp

Finanzergebnis (17.499) (14.775) 15,6 %

Steuern (12.047) (18.992) (57,6 %)

Konzernjahresergebnis (22.897) 56.519 >100 %

Cash Earnings 101.764 192.211 88,9 %

Gewinn/gewichteter Durch-

schnitt der Aktienanzahl
όлΣрф ϵύ мΣоу ϵ >100 %
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ƛƴ ¢ǎŘΦ ϵ (sofern nicht anders angegeben)
31.03.2017 31.03.2018 Veränderung

KONZERNBILANZ

Langfristige Vermögenswerte 1.029.363 944.267 (8,3 %)

Kurzfristige Vermögenswerte 407.331 586.172 43,9 %

Eigenkapital 540.094 711.391 31,7 %

Langfristige Schulden 569.849 515.276 (9,6 %)

Kurzfristige Schulden 326.751 303.772 (7,0 %)

Bilanzsumme 1.436.694 1.530.439 6,5 %

Nettoverschuldung 380.549 209.237 (45,0 %)

Nettoverschuldung/EBITDA 2,9x 0,9x (2,0 pp)

Nettoverschuldungsgrad 70,5 % 29,4 % (41,1 pp)

Nettoumlaufvermögen 24.374 72.437 >100 %

Nettoumlaufvermögen/

Umsatzerlöse
3,0 % 7,3 % 4,3 pp

Eigenkapitalquote 37,6 % 46,5 % 8,9 pp

Finanzkennzahlen2017/18

Anstieg aufgrund der Emission der 
Hybridanleihe und hohem Konzernjahres-
ergebnisses

Negative FX-Effekte(vor allemRMB-EUR und 
USD-EUR) von 53,5 Mio ϵ ǳƴŘ positiverEffekt
durchHybridanleihe(172,9 aƛƻΦ ϵύ 

In 2016/17 WC-Optimierungsprogramme
In 2017/18 Erhöhungder Vorräte

Hybridanleihe(172,9 aƛƻΦ ϵύ 
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Finanzkennzahlen2017/18

Effektausder HybridanleiheόмтнΣф aƛƻΦ ϵύ 

Capex ausdemlaufendenCashflowfinanziert

ƛƴ ¢ǎŘΦ ϵ
лмΦлпΦнлмсςомΦлоΦнлмтлмΦлпΦнлмтςомΦлоΦнлмуVeränderung

Yhb½9wbςY!tL¢![C[¦{{ς

RECHNUNG

Betriebsergebnis (EBIT) 6.649 90.286 >100 %

Gezahlte/erhaltenen Zinsen (15.962) (13.875) 13,1 %

Gezahlte Ertragssteuern (12.370) (26.015) (>100 %)

Nicht zahlungswirksame GuV 

Positionen
112.207 141.705 26,3 %

Cashflow aus dem Ergebnis 90.524 192.101 >100 %

Veränderungen im 

Nettoumlaufvermögen
45.892 (48.910) (>100 %)

Cashflow aus laufender 

Geschäftstätigkeit
136.416 143.191 5,0 %

Cashflow aus Investitionstätiglkeit (161.148) (193.389) (20,0 %)

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit 54.872 135.547 >100 %

Veränderungen von Zahlungsmitteln 

und Zahlungsmitteläquivalenten
30.140 85.349 >100 %

Operativer Free Cashflow1) (104.253) 1.492 >100 %

Free Cashflow2) (24.732) (50.198) (>100 %)

1) Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit abzüglich Net CAPEX
2) Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit abzüglich Cashflow aus Investitionstätigkeit



Hauptversammlung5. Juli2018 17

Agenda

Geschäftsentwicklung2017/18

Finanzdaten 2017/18

Aktie und Ausblick 2018/19 

Trends der Elektronikbranche 

aƛǘǘŜƭŦǊƛǎǘǎǘǊŀǘŜƎƛŜ αaƻǊŜ than!¢ϧ{ά 
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Aktie & Aktionärsstruktur
Börseplatz: Wiener Börse, 

Indizes: ATX, WBI

Thomson Reuters (A): ATSV.VI

Bloomberg (A): ATS:AV

Schlusskurs (Ultimo GJ 2017/18): ннΣл ϵ

Aktionärsstruktur

Einheit 2017/18 2016/17

Aktienanzahl Stück 38.850.000 38.850.000

Dividende je Aktie 
(** Vorschlag an die HV)

ϵ 0,36** 0,10

Dividendenrendite
(zum Schlusskurs des GJ )

% 1,6 1,0

Ergebnis je Aktie ϵ 1,38 (0,59)

Buchwert je Aktie 
(*** inkl. Hybridkapital)

ϵ 18,31*** 13,90

Kurs-Gewinn-Verhältnis je 
Aktie

- 15,94 (17,44)
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Kursentwicklung im Vergleich zu den wichtigsten Indizes

Á Durchschnittliches, tägliches Handelsvolumen: GJ 2017/18: ~ 111.800 Stück; GJ 2016/17: ~ 76.200 Stück

Á Durchschnittlicher, täglicher Geldumsatz: Nr. 11 bei ATX Prime Market Werten (Stand: Juni 2018)

Á Kursentwicklung GJ 2017/18: +113,8 %

19

Indexiert auf 100
Quelle: Thomson Reuters
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AT&S 213,8

TecDAC121,9

ATX 121,2
DAX 30 98,2

Euro STOXX 50 96,0
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Ausblickfür 2018/19

ÁSaisonalitätim Bereich mobiler Anwendungen ςinsbesondere im Q1 ςerwartet 

ÁTechnologieentwicklungsprojekte in CHQ I zur Vorbereitung der zweiten Phase in Umsetzung 

ÁWeiterer Ausbau in CHQ II in Abhängigkeit der Marktentwicklung ςMitte 2018 nächster Evaluierungszeitpunkt  

ÁTechnologieerweiterung und Kapazitätsausbau im Bereich autonomes Fahren und Medizintechnik an den 
Standorten Nanjangud(Indien) und Fehring(Österreich) in Umsetzung 

ÁErhaltungsinvestitionen und Technologie-¦ǇƎǊŀŘŜǎ Ǿƻƴ ǊǳƴŘ тл ōƛǎ млл aƛƻΦ ϵ

ÁInvestitionen in Kapazitäts-ǳƴŘ ¢ŜŎƘƴƻƭƻƎƛŜŜǊǿŜƛǘŜǊǳƴƎŜƴ ǳƳ ǿŜƛǘŜǊŜ млл aƛƻΦ ϵ ŀōƘŅƴƎƛƎ Ǿƻƴ ŘŜǊ 
Marktentwicklung 

ÁAusblick 2018/19: Umsatzwachstum von bis zu 6 % und EBITDA Marge bei 20 bis 23 % 

Kerngeschäft mit stabiler und steigender Nachfrage in kompetitivem Umfeld 
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Agenda

Geschäftsentwicklung2017/18

Finanzdaten 2017/18

Aktie und Ausblick 2018/19 

Trends der Elektronikbranche 

aƛǘǘŜƭŦǊƛǎǘǎǘǊŀǘŜƎƛŜ αaƻǊŜ than!¢ϧ{ά 
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Wachstumstreiber I: Internet of Things Anwendungen

Á Bausteine von IoTModulen: Sensoren, Konnektivität, Energiespeicherung/Energierückgewinnung

Á 30 -рл aǊŘΦ α5ƛƴƎŜά ǿŜǊŘŜƴ нлнл ǾŜǊōǳƴŘŜƴ ǎŜƛƴ

Á Über den Smartphone-Markt hinaus ermöglichen tragbare elektronische Geräte 2020 Umsatzchancen von 61,7 Mrd. USD
Quelle: Gartner Inc. 2016

ÁAnwendungen im Gesundheitsbereich & Fitness

ÁSmart Watches und Datenbrillen

Wearable Electronics

Smart Mobility ÁAutonomes Fahren
ÁCar2X Communication 

Smart City Á Intelligente Beleuchtung

Smart Buildings ÁHaus/Gebäude-Automatisation
ÁSmart Home Geräte

Smart Production/Industry 4.0 ÁAutomatisierung/Robotik
ÁMaschine-zu-Maschine Kommunikation

Smart Healthcare ÁVernetzte Patientenmonitoring-Systeme
ÁVernetzte Consumer-Gesundheitsgeräte

Smart Energy ÁSmart Metering
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Wachstumstreiber II: Miniaturisierung & Modularisierung

2003/04 2013 2017 202X

ANWENDUNG Mobiltelefon Smartphone Smartphone All in One

GRÖSSELEITERPLATTE 125x55mm 85x20mm 80x20mm 25x25mm?

FORM FAKTOR 1 0,25 0,23 0,06?

LEITERZUGSABSTAND 100/100µm 40/40µm 30/30µm 10/10µm

TECHNOLOGIE 1-n-1 Any-layer mSAPςAny-layer FO/SAP/mSAP

?
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Markttrends
Miniaturisierung und Modularisierung bleiben die bestimmenden Trends

24

Quelle: Yole,  AT&S AG (2018) 

Mobile Phone

Desktop

Notebook

Smartphone

Tablet

Convertible

Internet 

of 

Things

AR&VR

Virtual 

Reality

Artificial 

Intelligence 

(AI)

Smart Home

Smart Cities

Smart Speaker

Smartwatch

Datacenter/

Server
Vehicle 

electrification
Autonomous 

driving

ñreal timeò 

Connectivity

(5G)

~ 2000 ~ 2010

COMPUTING &

CONNECTIVITY

+ SENSING + ACTUATING

~ 2020+

Autonomes 

Fahren

Fahrzeug-

Elektrifizierung

+SENSORIK +AUTOMATISIERTE   

STEUERUNG

DATENVERARBEITUNG & 

CONNECTIVITY
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Innovationstreiber in der Elektronik

25

άaŀƴǳŦŀŎǘǳǊƛƴƎ ƻŦ ǘƘŜ CǳǘǳǊŜέ
Effizienteund flexible 
Fertigungbei weniger
Ressourcenverbrauch

Leistung/ Leistungseffizienz
Verringerungvon elektrischen
Verlusten

Geschwindigkeit/ geringe
Verzögerung(Latenz)
Transport großerDatenmengen

Miniaturisierung
ErhöhteRechenleistung
für Datenverarbeitung

FunktionaleIntegration
Mehr Funktionenauf 
kleineremRaum


